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Abstract (en)
The cooling process involves a first working stage in which the hot-pressed boards are intensively cooled with water to about 100 degrees C and a
second working stage in which the board surface is cooled with air to below 60 degrees C. During the first stage or between the stages, the moisture
and volatile binder are extracted for at least partial reconditioning. The apparatus used has a cooling run (4) including at least a first cooling device
(4a) with a second cooling device (4b) after it, and a reconditioning zone.

Abstract (de)
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Kühlen von heißverpressten Platten zu schaffen und eine Anlage zur
Verfahrensdurchführung vorzuschlagen, mit dem/der eine erhebliche Verkürzung der Platten-Kühldauer erreicht wird. Gemäß der Erfindung wird
die Aufgabe dadurch gelöst, daß die heißverpressten Platten in einem ersten Arbeitsschritt mittels Wasser innerhalb einer ersten Periode t1 von
einer Oberflächentemperatur, die mehr als 100 °C beträgt, intensiv auf etwa 100 °C abgekühlt werden und daß in einem zweiten Arbeitsschritt
die Plattenoberfläche mittels Luft innerhalb einer zweiten Periode t2 auf unter 60 °C abgekühlt wird und wobei bereits während des ersten
Arbeitsschrittes oder zwischen dem ersten und dem zweiten Arbeitsschritt die Rekonditionierung der Platten eingeleitet wird. <IMAGE>
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